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DESCRIPCION
Elemento capacitor y método para encapsular un cuerpo base de capacitor

La presente invencion se relaciona con un elemento capacitor que comprende una encapsulacion del cuerpo base
de capacitor y un método para producir dicho elemento capacitor. Dicho capacitor se puede utilizar como un
capacitor de funcionamiento de motor en equipos eléctricos impulsados por motor tales como refrigeradores y
maguinas de lavado, por ejemplo.

El documento JP 081 48 392 muestra un elemento capacitor que comprende una encapsulacién por inyeccién de
resina moldeada en el cuerpo base.

El objetivo de la presente invencién es proporcionar un elemento capacitor encapsulado de coste efectivo y un
método para fabricar dicho un elemento capacitor encapsulado.

Este objetivo se logra mediante la presente invencién como se define por las caracteristicas de las reivindicaciones
independientes.

Se proporciona un elemento capacitor que comprende un cuerpo base de capacitor y una encapsulacion del cuerpo
base. La encapsulacion es inyeccion moldeada directamente sobre el cuerpo base.

El cuerpo base se puede disefiar como un capacitor de pelicula que comprende peliculas dieléctricas. Se pueden
proporcionar capas de electrodos en la forma de metalizaciones aplicadas a las peliculas dieléctricas.
Preferiblemente, las peliculas dieléctricas comprenden un material plastico. En particular, las peliculas dieléctricas
pueden comprender polipropileno o poliéster. Preferiblemente, las peliculas dieléctricas metalizadas se enrollan
juntas, por ejemplo en una forma cilindrica.

El proceso de fabricacion para encapsular el cuerpo base comprende las etapas de insertar del cuerpo base de
capacitor en un molde e inyectar un material de moldeo en el molde, por lo cual se forma un elemento capacitor
encapsulado. Después de eso, el elemento capacitor encapsulado se puede separar del molde.

La encapsulacion puede comprender un material plastico. En particular, la encapsulacion puede comprender por lo
menos uno de polipropileno, tereftalato de polibutileno (PBT), nylon, un polietileno de alta densidad (HDPE) o un
polietileno de baja densidad (LDPE).

En una realizacion preferida, el cuerpo base y la encapsulacién pueden consistir de o pueden comprender un
material comun. El material comin puede ser un componente principal de las peliculas dieléctricas y la
encapsulacion. Como un ejemplo, ambas peliculas dieléctricas del cuerpo base y la encapsulacion pueden
comprender polipropileno.

En una realizacion adicional, el cuerpo base y la encapsulacién pueden consistir de o pueden comprender diferentes
materiales.

La encapsulacion estd completamente libre de resina. Preferiblemente, la encapsulacion comprende un material,
preferiblemente un material que forma el componente principal de la encapsulaciéon, que es mas amigable
ambientalmente que la resina epoxi.

Debido a que la encapsulacion es libre de resina, solo se requiere un corto tiempo de curado, en particular mucho
mas corto que una hora. Asi, en el proceso de fabricacion, no se puede requerir almacenamiento de un producto
semi-terminado. Preferiblemente, la encapsulacion esta habilitada para ser fabricada en el rango de segundos o
minutos.

Mediante una encapsulacién que es porinyeccion moldeada directamente en el cuerpo base, se puede lograr un
ajuste estrecho entre la encapsulacién y el cuerpo base. Preferiblemente, el elemento capacitor esta libre de vacios,
tales como vacios de aire, entre el cuerpo base y la encapsulacién. Por lo cual, se puede evitar la ocurrencia de
fluctuaciones locales de temperatura en el elemento capacitor. Mas aun, mediante el ajuste estrecho de la
encapsulacion y el cuerpo base, puede alcanzar una disipacion de temperatura favorable.

En una realizacién preferida, la encapsulacién se forma mediante una Unica pieza, que esta libre de uniones.
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En este caso, la encapsulacién se puede formar en un Unico proceso de inyeccion. Por lo cual, el proceso de
fabricaciéon puede estar libre de las etapas de conectar diversas partes de una encapsulacion tal como conectar una
parte superior a una parte principal de una encapsulacién. Por lo cual, se puede lograr un proceso de fabricacion
efectivo en costes.

En una realizacion alternativa, la encapsulaciéon se puede formar mediante diversas, por ejemplo dos etapas de
moldeo por inyeccién. En particular, el proceso de fabricacién puede comprender una primera etapa de moldeo por
inyeccion para formar la primera pieza y una etapa de moldeo por inyeccién posterior para formar la segunda pieza.
Preferiblemente, la segunda pieza se moldea por inyeccion directamente en la primera pieza de tal manera que no
se requiere proceso de unién adicional.

En una realizacion, la encapsulacion se forma mediante dos piezas que estan libres de multiples uniones.

Mediante una encapsulacion que esta libre de uniones o que esta libre de miltiples uniones, se puede lograr una
proteccion confiable del cuerpo base ya que el riesgo de que existan o surjan vacios en la encapsulacién es mas
bajo que en una encapsulacion que comprende diversas partes de unién juntas.

Preferiblemente, la encapsulacion encierra completamente el cuerpo base. En este caso, la encapsulacion esta libre
de aberturas a través de las cuales el cuerpo base es directamente accesible desde el exterior. En una realizacién
preferida, la encapsulacién encierra herméticamente el cuerpo base.

En una realizacion preferida, la forma externa de la encapsulacion se adapta a la forma externa del cuerpo base.

Como un ejemplo, en el caso que el cuerpo base tenga una forma cilindrica, también la encapsulacion tendra una
forma cilindrica que es ligeramente mas grande que el cuerpo base. Preferiblemente, el contorno externo de la
encapsulacién sigue el contorno externo del cuerpo base. Por lo cual, se puede mantener baja la cantidad de
material necesario para la encapsulacion. Ademas de esto, se puede proporcionar un elemento capacitor que tiene
un tamafio pequefio y, que por lo tanto, requiere una cantidad minima de espacio.

La encapsulacion puede tener un grosor uniforme. En particular, un grosor local de la encapsulacién no se puede
desviar fuertemente del grosor promedio de la encapsulacion. Preferiblemente, el grosor de la encapsulacion no se
desvia del grosor promedio por mas del 50% del grosor promedio.

Como un ejemplo, el grosor de la encapsulacion esta en el rango de 1.0 mm a 2.0 mm.
La encapsulacién puede comprender un marcado moldeado por inyeccion.

Preferiblemente, el marcado moldeado por inyeccién se forma en la etapa de moldear por inyeccion la
encapsulacion. Por lo cual, se proporciona un proceso que ahorra tiempo y costes, ya que no es necesaria la etapa
para fabricar la encapsulacion.

Preferiblemente, un molde utilizado en el proceso de moldeo por inyeccion comprende un patrén para formar un
marcado del elemento capacitor. Como un ejemplo, el marcado se puede formar como una indentacion o una
elevacion en la encapsulacion. Preferiblemente, se forma un marcado visible.

Mas aun, el elemento capacitor puede comprender por lo menos una terminal eléctrica para contactar de forma
eléctrica el cuerpo base.

Como un ejemplo, la terminal puede ser una terminal de aplicacion rapida fijada al cuerpo base.

Las terminales de aplicacion rapida pueden comprender como un material base por lo menos uno de los materiales
de latén, cobre o acero dulce. El material base puede tener un plateado adecuado para el establecimiento de buenos
contactos eléctricos. Los terminales de aplicacion rapida pueden comprender medios para proporcionar buenas
conexiones mecanicas y eléctricas con receptaculos de acoplamiento.

En una realizacion adicional, se puede configurar la terminal como una terminal de cable aislante, por ejemplo una
terminal de Unico ndcleo o doble nucleo aislado.

Preferiblemente, la encapsulacién encierra también el lado del cuerpo base donde se adhiere la terminal y mas
preferiblemente, encierra herméticamente el cuerpo base.
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En una realizacion preferida, la terminal comprende una pieza Unica que se adhiere al cuerpo base y lleva la
encapsulacion.

En este caso, durante el proceso de fabricacion, solo se puede requerir una Unica etapa para proporcionar el
elemento capacitor con una terminal. En particular, después del proceso de encapsulacion, no se puede requerir
etapa adicional para proporcionar el elemento capacitor con terminales externas conectadas en forma eléctrica a
terminales dentro de la encapsulacion.

Preferiblemente, las terminales se adhieren al cuerpo base antes que se forme la encapsulacion. El cuerpo base con
terminales adheridas se puede encapsular de tal manera que las terminales se encierran por la encapsulacion en
una region adyacente al cuerpo base. En este caso, se puede estabilizar de forma mecanica las terminales mediante
la encapsulacién. Preferiblemente, se logra un ajuste estrecho de la encapsulacion y las terminales de tal manera
gue la encapsulacion esta libre de vacios y encierra completamente el cuerpo base.

Otras caracteristicas seran evidentes a partir de la siguiente descripcion detallada cuando se consideran en conjunto
con los dibujos acompafantes.

La Figura 1 muestra un elemento capacitor que comprende una encapsulacién moldeada por inyeccion,
La Figuras 2A, 2B, 2C y 2D muestran etapas para fabricar un elemento capacitor,

La Figuras 3A, 3B, 3C y 3D muestran, en una vista en seccion transversal, etapas para encapsular un elemento
capacitor.

La Figura 4 muestra una realizacion adicional de un elemento capacitor que comprende una encapsulacion
moldeada por inyeccion,

La Figura 5 muestra una realizacion adicional de un elemento capacitor que comprende una encapsulacion
moldeada por inyeccion.

La Figura 1 muestra un elemento capacitor 1 que comprende un cuerpo base de capacitor (no visible aqui)
encapsulado por una encapsulacion moldeada por inyeccion 3.

El cuerpo base se disefia como un capacitor de pelicula que comprende peliculas dieléctricas metalizadas
enrolladas. Las peliculas dieléctricas comprenden polipropileno o poliéster. En la realizacién representada, el cuerpo
base tiene una forma cilindrica redondeada. En otras realizaciones, el cuerpo base puede tener una forma diferente,
por ejemplo una forma de cubo.

La encapsulacién 3 se moldea por inyeccion directamente sobre el cuerpo base de tal manera que se establece un
ajuste estrecho de la encapsulacion 3 y el cuerpo base. La encapsulacion 3 encierra el cuerpo base por todas partes
y, en particular, encierra herméticamente el cuerpo base. La encapsulacion 3 comprende un material plastico tal
como polipropileno y esta libre de resina epoxi.

El elemento capacitor 1 comprende dos terminales eléctricas 5 para contactar de forma eléctrica el cuerpo base. Las
terminales 5 se fijan, por ejemplo, mediante estafiado o soldadura al cuerpo base y llevan a la encapsulacion 5. La
encapsulacion 3 encierra las terminales 5 en regiones 53 adyacentes al cuerpo base.

Las terminales 5 se configuran como terminales de aplicacién rapida 52, que comprenden medios para establecer
una buena conexién mecanica y eléctrica. En particular, las terminales 53 comprenden una depresion o retén. Como
ejemplos, las terminales 52 pueden tener dimensiones de 6.3 mm x 0.8 mm, 4.75 mm x 0.5 mm, 4.75 mm x 0.8 mm,
2.8 mmx0.5mmy 2.8 mmx 0.8 mm.

El elemento capacitor 1 comprende medios de montaje 6 para montar el capacitor a su ambiente de aplicacion. Los
medios de montaje 6 son una parte integral de la encapsulacion 3 y se forman en el mismo proceso de moldeo por
inyeccion como la encapsulacion 3.

Adicionalmente, el elemento capacitor 1 comprende un marcado 4, que es una indentacion en la encapsulacion 3. El
marcado se forma durante el proceso de moldear por inyeccion la encapsulacién 3 y muestran los valores
caracteristicos del elemento capacitor.
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Como ejemplos, el elemento capacitor puede tener una capacitancia en el rango de 2 uF a 6 pF en un voltaje de
funcionamiento de 400 V a 450 V o una capacitancia de 5 uF a 20 uF en un voltaje de funcionamiento de 210 V a
250 V.

Las Figuras 2A, 2B, 2C y 2D muestran diversas etapas en el proceso de fabricacion de un elemento capacitor 1,
partiendo de un cuerpo base de capacitor 2.

La Figura 2A muestra una primera, etapa opcional, por lo cual el cuerpo base de capacitor 2 se impregna de aceite
en un tazén 8. Aqui, diversos cuerpos base 2 se procesan juntos.

La Figura 2B muestra la etapa para adherir terminales eléctricas 5 al cuerpo base 2. Las terminales 5 se pueden
estafiar o soldar al cuerpo base 2.

En esta realizacién, las terminales 5 se adhieren a la cara delantera del cuerpo base cilindrico 2. En otras
realizaciones, por ejemplo en la realizacion mostrada en la Figura 1, las terminales 5 se pueden adherir a la cara
lateral del cuerpo base 2.

Después de esto, el cuerpo base 2 se encapsula en un proceso de moldeo por inyeccion. Aqui, el material de
moldeo por inyeccidn se inyecta directamente sobre el cuerpo base 2 como se puede ver en las Figuras 3A a 3D.

La Figura 2C muestra el elemento capacitor 1 después de la etapa para encapsular el cuerpo base 2. Las terminales
5 fijadas al cuerpo base llevan la encapsulacién 3 de tal manera que se pueden utilizar directamente para contactar
de forma eléctrica el elemento capacitor 1. La encapsulaciéon 3 comprende marcados 4 formados durante el proceso
de moldeo por inyeccion.

La Figura 2D muestra la etapa final de probar el elemento capacitor 1.

Mediante el proceso mostrado, se puede lograr una fabricacién efectiva en costes y que ahorra tiempo de un
elemento capacitor encapsulado. En particular, el proceso de moldeo por inyeccién requiere un bajo nimero de
etapas de proceso y se puede llevar a cabo durante una escala de tiempo de segundos.

Las Figuras 3A, 3B, 3C y 3D muestran diversas etapas en el proceso para encapsular un elemento capacitor 1, que
se puede llevar a cabo después de la etapa de fabricacién en la Figura 2B.

La Figura 3A muestra, en una vista en seccion transversal, el cuerpo base 3 se inserta en una cavidad 74 de una
parte inferior 71 de un molde 7. La forma de la cavidad 74 se adapta a la forma externa cilindrica del cuerpo base 3.

En la Figura 3B, una parte superior 72 del molde 7 se coloca sobre la parte inferior 71. La parte superior 72 tiene una
abertura 73, a través de la cual se puede inyectar el material de moldeo por inyeccién en el molde 7.

La Figura 3C muestra el cuerpo base 2 en el molde 7 después que se ha inyectado el material de moldeo por
inyeccion, por lo cual se forma una encapsulacion 3 del cuerpo base 2. La encapsulacién 3 encierra el cuerpo base 2
en todos los lados, que incluyen las caras superior e inferior.

Se puede separar el cuerpo base 2 del el molde 7 después de unos pocos segundos.

La Figura 3D muestra el elemento capacitor encapsulado 1. Debido a la forma del molde 7, que se adapta a la forma
externa del cuerpo base 2, la encapsulacion tiene un grosor uniforme 31. Preferiblemente, el grosor esta en el rango
de 1.0 mm a 2.0 mm.

Durante el proceso de moldeo por inyeccién completo, la temperatura se mantiene por debajo de 250° C. Por lo cual,
se puede reducir el riesgo de dafiar el cuerpo base, por ejemplo al disolver parcialmente las peliculas dieléctricas.

En particular, al utilizar polipropileno como un material de moldeo por inyeccién, se puede habilitar un proceso de
moldeo, en donde la temperatura se mantiene por debajo de 250° C. En una realizaciéon adicional, se pueden
agregar aditivos al material de moldeo para permitir el proceso por inyeccion donde la temperatura se mantiene por
debajo de 250° C. Esto puede ser particularmente (til al utilizar materiales de moldeo por inyeccion diferentes del
polipropileno.
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En una realizacién adicional, la temperatura en el proceso por inyeccién puede ser mayor de 250° C, por ejemplo
hasta 300° C. En este caso, se puede proteger el cuerpo base del calor mediante un recubrimiento de material.
Como un ejemplo, se puede encerrar la parte activa del cuerpo base mediante peliculas dieléctricas pasivas. En
particular, las peliculas dieléctricas pasivas pueden comprender o ser del mismo material como el material dieléctrico
en la parte activa y puede estar libre de una metalizacion. En una bobina de capacitor enrollada, el recubrimiento de
material puede comprender espiras de peliculas dieléctricas no metalizadas, por ejemplo un nimero de 20 a 30
espiras adicionales de estas peliculas. En este caso, se puede proteger el cuerpo base mediante un recubrimiento
que comprende un material que cambia su estado de un estado a otro estado, segun el principio de calor latente, por
el cual se almacena el calor y por lo tanto se reduce la temperatura en el cuerpo base.

Las Figuras 4 y 5 muestran realizaciones adicionales de los elementos capacitores 1 que comprenden un cuerpo
base de capacitor (no visible aqui) encapsulado por encapsulaciones moldeadas por inyeccion 3. El cuerpo base y la
encapsulacién 3 puede ser similar o igual al cuerpo base y a la encapsulacion 3 del elemento capacitor mostrada en
la Figura 1.

En la Figura 4, el elemento capacitor 1 comprende terminales 5 en la forma de terminales de cable de nicleo Unico
56, 57. Las terminales de cable 56, 57 comprenden un conductor 51, aislado por un material aislante 54. Como un
ejemplo, el conductor 51 puede comprender un material de cobre, por ejemplo un alambre de cobre. El conductor 51
puede tener un area en seccion transversal de 0.35 mm? o més. El material aislante 54 puede comprender
polivinilcloruro o polipropileno, por ejemplo.

La encapsulacion 3 encierra las terminales 5 en regiones 53 adyacentes al cuerpo base. Por lo cual, el cuerpo base
se encierra herméticamente por la encapsulacion 3.

En la Figura 5, el elemento capacitor 1 comprende una terminal 5 en la forma de una terminal de cable de ntcleo
doble. La terminal 5 comprende dos terminales de cable de nucleo Unico 56, 57 alineadas lado a lado y aisladas por
una capa secundaria 55 del material aislante. El material aislante puede consistir de polivinilcloruro o polipropileno.
Los cables de Unico nucleo individuales pueden comprender conductores de cobre que tienen un seccion transversal
de por lo menos 0.35 mm? con aislamiento de polivinilcloruro o polipropileno.

Numerales de Referencia

1 elemento capacitor

2 cuerpo base

3 encapsulacion

31 grosor

4 marcado

5 terminal eléctrica

51 conductor

52 terminal de aplicacién rapida

53 regiones de terminales adyacentes al cuerpo base

54 material aislante

55 segunda capa de material aislante

56, 57 terminal de cable de nlcleo Unico

6 medios de montaje

7 molde



71 parte inferior del molde
72 parte superior del molde
73 abertura

8 tazén

9 herramienta
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REIVINDICACIONES
1. Un elemento capacitor que comprende:

un cuerpo base de capacitor (2) y una encapsulacion (3) del cuerpo base (2), en donde la encapsulaciéon (3) se
moldea por inyeccion directamente sobre el cuerpo base (2), caracterizado porque la encapsulacion (3) esta libre de
resina.

2. El elemento capacitor de acuerdo con la reivindicacion 1, en donde la encapsulacion (3) se forma por una pieza
Unica, que esta libre de uniones.

3. El elemento capacitor de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde la forma externa
de la encapsulacion (3) se adapta a la forma externa del cuerpo base (2).

4. El elemento capacitor de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde la encapsulacion
(3) tiene un grosor uniforme (31).

5. El elemento capacitor de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el grosor (31) de
la encapsulacion (3) esta en el rango de 1.0 mm a 2.0 mm.

6. El elemento capacitor de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el cuerpo base
(2) se forma como un capacitor de pelicula.

7. El elemento capacitor de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde la encapsulaciéon
(3) y el cuerpo base (2) comprenden un material coman.

8. El elemento capacitor de acuerdo con la reivindicacion 7, en donde el material comdn comprende polipropileno.

9. El elemento capacitor de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde la encapsulaciéon
(3) encierra herméticamente el cuerpo base (2).

10. El elemento capacitor de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que comprende por lo
menos una terminal eléctrica (5) para contactar de forma eléctrica el cuerpo base (2), en donde la terminal eléctrica
(5) comprende una pieza Unica que se adhiere al cuerpo base (2) y lleva la encapsulacion (3).

11. El elemento capacitor de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el cuerpo base
(2) se impregna de aceite.

12. El elemento capacitor de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el cuerpo base
(2) se disefia como un capacitor de pelicula que comprende peliculas dieléctricas metalizadas enrolladas y en donde
el cuerpo base (2) tiene una forma cilindrica redondeada.

13. El elemento capacitor de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde la
encapsulacion comprende por lo menos uno de polipropileno, tereftalato de polibutileno, nylon, un polietileno de alta
densidad o un polietileno de baja densidad.

14. Método para producir un elemento capacitor de acuerdo con la reivindicacién 1 que comprende las siguientes
etapas:

A) Insertar un cuerpo base de capacitor (2) en un molde (7, 71, 72),

B) Inyectar un material de moldeo en el molde (7, 71, 72), por lo cual un elemento capacitor encapsulado (1) se
forma y por lo cual durante el proceso de moldeo por inyeccién la temperatura se mantiene por debajo de 250° C, en
donde una encapsulacioén (3) del elemento capacitor encapsulado (1) esta libre de resina,

C) separar el elemento capacitor encapsulado (1) del molde (7, 71, 72).
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